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摘要

报告要点速览

q 集成电路已成为世界电子信息技术创新的基石，派生出如PC、互联网、智能手机、人工智能、
大数据、数据中心、云计算等诸多具有划时代意义的创新应用，战略意义重大。对江苏工业
园的集成电路产业链企业布局情况进行分析，可以明显看出园区集成电路产业链布局较完整，
形成了以“设计-晶圆制造-封装测试”为核心，以设备、原材料及服务产业为支撑的集成电路
产业链，并在芯片设计和封测业拥有较好的产业基础，是国内产业链较完整的园区之一，但
布局的企业规模较小，尚未形成规模效应。本文聚焦于中国集成电路发展以及江苏工业园集
成电路产业基础，将解答以下几个问题：(1)与其他园区相比，苏州工业园发展集成电路的优
势和劣势有哪些？（2）中国集成电路的市场规模将如何发展？（3）苏州工业园应该如何发
展集成电路产业？

• 与上海临港、南京江北集成电路产业园相比，苏州工业园在新能源及智能网联汽车等新兴应
用领域的核心芯片产品布局较少，对核心研发人才吸引力较弱，对创新环节支持力度需要加
强。

• 2021年半导体市场销售的大幅增长主要是由于疫情后的需求反弹，经过2022年这种反弹仍将
持续，虽然不会重现2021年的大幅增长，但随着芯片在现在及未来的必要科技中的搭载量越
来越大，预计2022-2026年集成电路生产需求仍然强烈，头豹研究院据此预测2026年中国集
成电路产业销售额将达                   亿元。

• 针对苏州工业园现有集成电路产业发展情况，头豹研究院认为，设计业应引导形成产业集聚，
并引进与智能汽车、物联网、AI应用等领域相关的芯片设计企业；封测业应着力打造先进封
测产业基地；制造业应夯实和舰芯片在制造业的领先地位并支持新建晶圆制造产业园区，成
立专业的招商团队。

观点提炼
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n 苏州工业园集成电路产业图谱
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应
用

已布局领域 未布局领域

集成电路设计

集成电路封测

EDA

IP核

材料

设备

网络通信

射频前端

电源管理及
功率器件

智能传感器

计算及存储

平台设计服
务

车用定制化/
标准化芯片

计算机、服
务器等MPU

GPU、DPU

3年内
可实现国产替

代

5年内
可实现国产替

代

5年及10年内
可实现国产替

代

10年及10年后
可实现国产替

代

EDA和IP核布局企业较少

8英寸晶圆
生产线

12英寸晶圆
生产线

园区晶圆制造仅
一条生产线，产
业基础薄弱。建
议更多关注材料
和设备的国产替
代

园区集成电路设备和材料多依赖外资，外资占比近80%，
日资占比近40%，缺乏本土专业化龙头企业；集成电路设
备和材料发展增速缓慢，偏封测业配套，缺乏设计业和制
造业配套企业

园区EDA布局企业：
芯联成、培风图南、悦
谱半导体

园区IP核布局企业：芯
动科技、兆芯半导体、
腾芯微电子、智原微电
子

园区芯片设计业布局企业：

网络通信：华为、思瑞浦、领慧立芯、达发科技、盛科网
络、雄立科技、创耀科技、苏州迅芯、速通半导体、瑞晟
微电子、圣邦微
电源管理及功率器件：美思迪赛、博创集成、东微半导体、
赛芯电子、艾为电子
射频前端：华太电子、远创达、宜确半导体、汉天下、卓
胜微
智能传感：敏芯微、纳芯微、迈瑞微、感芯微系统、明皜
传感
计算及存储：为是科技、库瀚科技、中科融合、芯启微电
子、深聪半导体、登临科技、此芯科技、瑞萨半导体、超
微半导体（AMD）
平台设计服务：胜科纳米、复鹄电子、中科集成

园区布局企业：
日立化成、银瑞光电、
兴胜科、爱发科、住
立精工、纳微科技、
南大光电

园区布局企业：芯三
代、星原驰、芯达半
导体、爱德万、迪科
特

上
游

中
游

下
游

园区封测技术水平与国际主流同步发展，拥有
日月光等全球10大封测企业中的6家、晶方等
国内封测30强企业中的9家，优势十分明显，
但与之配套的本土化材料、设备还比较匮乏，
先进封测比例占比仍较小

未
来
发
展
方
向

集成电路制造

对苏州工业园集成电路产业链企业布局进行分析，可明显看出苏州工业园几乎布局了集成
电路全产业链，但发展重心为集成电路设计业、封测业、材料和设备

苏州工业园集成电路产业链图谱
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2015年，江苏省发布《江苏省关于加快全省集成电路产业发展的意见》，此后江苏省各市
如南通市、南京市、苏州市无锡市等纷纷出台相关政策，制定集成电路产业发展路线

n 江苏高度重视集成电路产业

来源：各政府官网、头豹研究院

江苏省及各市颁布的关于集成电路政策法规，2015-2021年

发布时间 发布单位 政策法规名称 与行业相关的内容

2015-06-12 江苏省人民政府
《江苏省政府关于加快全省
集成电路产业发展的意见》

制定了到2020年，全省集成电路产业销售收入超3000亿
元，产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入
国际第一方阵，成为国内外 知名的集成电路产业高地的
目标。 

2021-07-20
南通市北高新区

党工委

《南通市北高新区关于聚焦
“3+1”产业推动高质量发展
的若干政策意见》

明确提出“3+1”产业发展方向，一是以智能电控、智能驾
驶、智能网联和车路协同为主链方向的汽车电子产业，
集中落户在市北科技城板块。二是以IC设计、封测和新
型半导体装备、基材为主链方向的集成电路产业，规划
安排在南通科学工业园板块。三是以新药研发、创新型
医疗器械、精准医疗、基因检测、体外诊断、特需食药
为主链方向的生命大健康产业，以宝月湖科创社区为先
导区，打造生命健康产业园。此外，大力发展以智能算
法和大数据为底层技术的消费互联网、在线新经济，凸
显北大街科创CBD的区位功能，集聚个性化、年轻化的
产业要素，打造一批新经济特色楼宇群。

2021-04-22
南京市工业和信

息化局

《南京市国民经济和社会发
展第十四个五年规划和二〇

三五年远景目标纲要》

推进建设芯片之城，发展具有国际影响力的千亿级集成
电路产业集群，目标到2025年实现其产业链整体实力进
入全国前列；围绕国产EDA设计软件关键核心技术攻关，
大力发展高端芯片，引进更高制程工艺晶圆制造线，建
设先进工艺晶圆制造、特色工艺集成电路制造基地，发
展先进封测业，积极布局第三代半导体材料。

2021-04-17 苏州市委办公室
《苏州促进集成电路产业高

质量发展的若干措施》

着重支持集成电路设计、第三代半导体等领域，涵盖集
成电路制造、封测、关键材料和装备全产业链，着力构
建重点突出、兼顾全产业链的政策支持体系，并从产业
集聚、创新发展、生态体系、发展环境四个方面给予政
策支持，共制定22条具体支持措施。

2021-03-02
无锡市高新技术
产业开发区管理

委员会

《无锡高新区关于进一步加
快推进集成电路产业高质量
发展的政策意见（试行）》

针对集成电路设计企业购买IP（硅知识产权）开展芯片
研发，给予IP购买费用50%补贴。对从事集成电路EDA开
发、IP核研发的企业，给予研发费用加计扣除部分的
50%奖励。支持企业自主创新，对集成电路设计企业进
行MPW（多项目晶圆）流片发生的费用，根据企业设立
年限，最高给予70%的支持。对拥有自主知识产权产品
的工程批流片，最高按照该款产品首轮掩模版制作费用
的40%和流片费用的50%给予支持；对通过本地企业进
行掩模制版、流片的，最高按照该款产品首轮掩模版制
作费用的50%和流片费用的60%给予支持。
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市场因素是集成电路最大的驱动力，从未来发展角度来说，汽车、工业和消费电子三大领
域对集成电路的拉动作用更加突出

n 下游应用场景丰富，驱动作用强

来源：美国半导体产业协会、头豹研究院

2020年全球半导体终端应用市场结构

电脑

32.3%

通信

31.2%
消费电子

12%

工业

12%

汽车

11.4%
政
府

1%

n 市场因素是集成电路最大的驱动力

半导体是一个应用/需求驱动型的行业，芯片本身没有价值，必须搭载在终端应用上才能发

挥其作用。除了国家政策、国际政治等影响，自动驾驶、通信技术和云计算等新兴产业的

快速发展促使集成电路行业不断突破，加速发展。从创造价值角度来说，市场是集成电路

最大的驱动因素，没有市场需求，集成电路也无从发展。

由于疫情的影响，各种终端设备对芯片的需求也发生了较大变化。根据美国半导体协会

（SIA）数据，2020年全球半导体需求最高的是电脑，该终端占据了32.3%的全球半导体份

额，智能手机等通信终端紧随其后，占据了31.2%的市场份额，消费电子、工业、汽车三个

终端分别占据12%、12%和11.4%的半导体份额，政府终端份额下降最多，2020年份额仅为

1%。

n 汽车、工业和消费电子对集成电路的拉动作用更突出

值得关注的是，疫情影响下，远程办公驱动了智能移动终端、电脑、平板、网联设备等电

子设备的需求，虽然电脑和智能手机贡献了半导体终端应用64%的需求，但电脑和智能手

机已经步入存量市场，其对半导体市场需求的拉动帮助并不明显。从未来发展角度看，伴

随着技术的进步，汽车、工业和消费电子这三大终端对半导体的拉动作用更加突出。

物联网产业的迅猛发展是芯片需求增长的一大推动力。物联网产业感知、传输、平台、应

用四层架构中的每一层级，都需要各类芯片的参与，其中物联网终端层、边缘计算层和应

用层对芯片的需求更加多元化，数量也相对较大；受到疫情的影响，汽车行业波动较大，

但随着新能源汽车以及智能网联汽车的发展，汽车将成为拉动集成电路行业增长的主要驱

动力；除此之外，云计算等后端算力同样对集成电路有巨大需求，数据中心是云计算服务

的基础设施，由于其需要对大量原始数据进行运算处理，也将拉动芯片的高质量发展。
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在半导体市场需求旺盛的引领下，全球半导体市场高速增长，中国仍然是全球最大的半导
体市场，2022-2026年全球及中国的芯片需求仍然强烈，市场规模将保持稳步增长态势

n 中国集成电路市场规模稳步增长

来源：美国半导体产业协会、中国半导体协会、头豹研究院

中国集成电路产业销售额，2017-2026E
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单位：亿元

n 中国仍是全球最大的半导体市场

在半导体市场需求旺盛的引领下，2021年全球半导体市场高速增长。根据美国半导体产业

协会的最新数据，2021年全球售出1.15万亿颗芯片，销售额达到5,559亿美元，同比增长

26%，这也是全球半导体市场规模首次突破5,000亿美元，其中，中国仍然是全球最大的半

导体市场，2021年中国的销售总额为1,925亿美元，同比增长27.1%。

n 中国集成电路产业销售额保持稳步增长态势

2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，中国集成电路产业

继续保持快速、平稳增长态势，根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业

销售额为10,458.3亿元，首次突破万亿元，同比增长18.2%。

n 2022-2026年全球及中国的芯片需求仍然强烈

2021年半导体市场销售的大幅增长主要是由于疫情后的需求反弹，经过2022年这种反弹仍

将持续，虽然不会重现2021年的大幅增长，但随着芯片在现在及未来的必要科技中的搭载

量越来越大，预计2022-2026年集成电路生产需求仍然强烈，头豹研究院据此预测2026年

中国集成电路产业销售额将达                           亿元。

单位：%
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期

562 

534 

569 

612 

681 

736 

1,362 

1,380 

1,698 

1,780 

2,218 

2,810 

2,951 

3,098 

3,253 

3,416 

2010
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2013

2014

2015
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2017
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2022E

2023E

2024E

2025E

单位：家

2025拐点

从集成电路设计企业数量来看，2010-2015年，集成电路设计企业数量约在500-
700家左右，此时尚处于集成电路设计行业的储备期，企业数量的增长幅度较小，
同比增长率几乎在10%以下。此时中国集成电路设计业发展速度较慢，产业规模也
较小，销售额远不及封装测试企业销售额。

2025E

行
业
成
长
期

2015年，《中国制造2025》正式颁布，将集成电路及专
用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展
的重点领域，着力提升集成电路设计水平。此后，支持发
展集成电路设计产业的相关政策陆续出台，极大地促进了
中国集成电路设计业发展。与此同时，国家成立大基金支
持集成电路发展，集成电路设计企业数量高速增长，2021
年已达2,218家。

2021-2025年，在细分领
域开始涌现出规模较小的
技术创新公司，形成“遍地
开花、局部突破”的发展阶
段，且规模较大的企业开
始并购，将优质的产品、
优秀的人才和创新的技术
集中在一起，形成若干个
规模较大的企业。

2025年后，集成电路设计的企业数量将趋于稳定，规模较大的企业将行业中的小企业进行并购后，形成了技术、人
才、产业的集聚，行业集中度将进一步提升，有效降低行业成本，实现核心技术的突破，市场规模也将进一步增长，
且集成电路设计的上市企业将稳定在400家左右，这400家企业将覆盖半导体的各个领域，形成产业集聚，带动整个
行业高质量发展。

从集成电路设计企业数量进行分析，头豹研究院认为2025年是集成电路设计行业的拐点，
2025年后，集成电路设计行业将形成产业集聚，行业集中度进一步提升，市场规模扩大

n 集成电路设计产业发展节奏判断

来源：ICCAD、头豹研究院

集成电路设计行业发展节奏研判

集成电路设计企业数量

2010-2015年 2015-2021年 2021-2025年 2025年及以后
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